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インダクタンス考慮設計手法検討TG

• ゴール(今年度)

– インダクタンス考慮の最先端デザインにおける必要性技術レポート

• JEITA標準化を見据え論文提出を行う予定.  

• 実施内容

– 文献、過去study調査

• 現調査不足部分

– インダクタンスによる影響度(電力/速度)調査

• 先端デザインを想定

– 現設計フローでの問題点の明確化

• 活動期間
– 2016/7/B → 2017/12/E (去年からの継続)

• リーダー

• ソニー)長谷川

• メンバー

• ルネサス)坂田さん
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TG開催と参加人数

• 下記の日程で計6回開催した

#1
4/21
銀座

（リコー）

#2
5/23
海老名
（リコー）

#3
6/15
銀座

（リコー）

#4
7/21
銀座

（リコー）

#5
8/21
銀座

(リコー)

#6
10/27
銀座

(リコー)

3名 2名 3名 3名 3名 3名
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インダクタンス考慮設計手法検討TG

• 背景

– LSIの高速化に伴い、クロック幹線等に対するインダクタンス考慮が必要になってきている。近
年、これに対応してクロック配線等に特化して自己インダクタンス抽出を標榜するツールも現れ
ている。しかしながら、既報の論文には、オンチップの高速配線には自己インダクタンスの考慮だ
けでは不十分で、相互インダクタンスの考慮が必要という調査結果が示されている。現在、オ
ンチップのタイミング検証、およびノイズ解析に供するパワーモデリングにおいては一般に相互イ
ンダクタンス成分は考慮されていない。

• 検討内容

– 既報の論文では、相互インダクタンス考慮有無での遅延およびパワー見積もりの誤差が示さ
れているが、オンチップの配線構造パラメータに関して相互インダクタンスのモデリングが困難、と
の理由で誤差の予測式を示すには至っていない。インダクタンスTGでは、相互インダクタンスを
解析式で表現するモデルを利用し、誤差の予測式を提案。それにより、自己インダクタンスま
での考慮で閉じるための設計制約、あるいは相互インダクタンスを考慮するべき配線のスクリー
ニング（選別）手法の標準化に繋げる。
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論文投稿先について
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上程 : 論文投稿 : ELEX + SASIMIを選んだ理由
ASP-DAC ICCAD ELEX SASIMI ELEX+SASIMI

概要 国際学会 国際学会 レター誌 国際学会 左記参照

内容 EDA技術、Method
全般

EDA技術、Method
全般

エレクトロニクス全般 EDA技術、Method全
般

左記参照

サイト 韓国 アメリカ(CA) - 日本(松江) 左記参照

申込締切 7/7 4/17 - 10/26 左記参照

開催 ‘19/1/M ‘18/11/M いつでも ’18/3/M 左記参照

時期 × :FY18発表になる。 × : FY18発表になる。 ○ : いつでもOK ○ : FY17発表可 ○: FY17発表可

費用 ○: 約20万 △: 約30万 ○ : 5万4千円 ○ : 約12万 ○: 約18万

人材育成 ○ ○ △：発表ではないため ○ ○

プレゼンス ○ ○ ○ △ : ローカルサイトでの
公開のため

○: レター誌 & 国際学会
発表

JEITA活動意義 ○ ○ ○ ○ ○:レター誌 & 国際学会
発表

・時期と本投稿目的から”ELEX + SASIMI発表”が最適と判断した。

• 投稿先

– 時期、費用、本投稿目的からELEX + 
SASIMI投稿が適切と判断

• ELEXとは

– IEICE Electornics Express

– 電子情報通信学会の電子ジャーナル

– 対象はエレクトロニクス全般 (査読あり)

• SASIMIとは

– Workshop on Synthesis And System 
Integration of Mixed Information 
technologies

– 日本と台湾で開催されている国際学会。

– システム、協調設計、アナログ関係が主
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上程 : 論文投稿
• ご審議頂きたい内容

– LPB-SC MDL-WGにおける「インダクタンス考慮設計標準化TG活動」成果をELEXと
SASIMI国際学会に論文投稿する。

• 投稿内容

– LSI設計におけるMutual Inductance考慮の必要性を述べる。

• Mutual Inductanceを考慮しないと最先端LSI設計において5%程度の遅延値のずれが発生し、既
存の設計手法では遅延値保障をすることができず、LSIを動作させられないことを立証、Mutual 
Inductanceを考慮した設計の標準化の必要性を述べる。

• 投稿目的

– 人材育成

• 学会発表経験のないメンバーが本経験をすることで視野を広げ、得られた知見を今後の活動に活かす。

– プレゼンスの向上
• 本委員会のプレゼンスを向上し、参加各社を広げやすくする。

– JEITA活動の意義達成

• 電子情報技術産業の総合的な発展に資し、わが国経済の発展と文化の興隆に寄与するため。
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投稿概要

• 発表内容

– 最先端プロセスでのMutual Inductanceの考慮必要性を提案.

– RLC ModelとRLCM Modelを比較し、5%程度の遅延値のずれが発生する
ことを立証

– 物理的条件からのスクリーニング手法を提案し、Mutual Inductanceを考
慮したLSIモデリングの標準化の必要性を述べている。



LPBLPB Copyright© JEITA SD-TC All Rights Reserved 2016 Page7

投稿概要

Simulation Model.
Spacing等をparam.として
RLC/RLCMモデルで比較

RLC vs RLCMで波形の比較
Mutualを考慮することで反射が

強く見えている.

Spacingが5x spacing以下
配線幅が5x以上

配線長が100um以上
で顕著にMutual L効果が見える

Mutual Inductance考慮の必要性及びスクリーニング方法の提案を行った
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ELEX 投稿論文 1/2
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ELEX 投稿論文 2/2
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SASIMI 投稿論文 1/1


